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MEMORIA DESCRIPTIVA

'cérrespondiente a una PATENTE DE INVENCION, por vein—

te afios, por: "MEJORAS INTRODUCIDAS EN LOS PROCESOS DE
FABRICACION DE CIRCUITOS IMPRESOS", que se solicita a
favor de CALOR Y FRIO INDUSTRIAL, S.A.- CYFISA, de na-

cionalidad espaﬁola,'residente~en BURGOS, Calles 4 y

13 de la Urbanizacidn GAMONAL~VILLIMAR.

S
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El prncedimieniq que seguidamente se descri-
be como objeto de esta Qolicitud de Patente dé Inven—
ciéﬁ, esté concebido para la fabricagién de circuitos
@mpresa;, especialmenée formados sobre soportes de vi-
drio, destinados a aparatos de calefaccién o aplica-
ciones:similares, uque presentan, apaz;te de las especi-
ficas caracteristicas de diého soporfe aislante, un
manifiesto valor estético, acorde con las mas depura-~
das lineas de decoracidn de interiores. l

Es conocida la obtencidn de circuitos ime

- presos, bien sean éstos destinados a calefaccidén u

ofra§ aplicaciones eléctricas y/o electrdnicas, median-
te la adhesién de unas partes conductoras sobre wna ba-
se de material dieléctrico, realizéndose la aportacién
de;dichas partes conductoraé, bien sea en forma de ca-

pa de metal fundido, o bien por proyeccidn metélica,



20.—

250"‘

30,~-

35."'

40,~

mediante el proceso adecuado.

Se conoce, para estos fines, la utilizacién

de numerosos materiales dieléctricos y otros que pro-
tegidos de un revestimiento dieléctrico adecuado, pue~
den ser utilizados como paneles soportes para la fabri-
cacién dé circuitos impresos. Rueden citarse, entre
otros, los estratificados hechos cog fibras de vidrio,
tejidas o no y con resinas epoxi, resinas poliester, fe-
sinas . fenbélicas, melaminas, poliamidas,'etc..u otros
materiales como la esteatit_a,' el vidrio policristalino
o las materias cerémicas,

También es conocida y ampliamente difundida

la utilizacién de placas soporte formadas por chapas

de acero, esmaltado y vitrificado, siendg,précisamente'

=

éstas las de maydr‘utilizacién en la practica.

En la obtencidén de los circuitos impresos que

se viene considerando, es operacién necesaria la limpie=-
i

za previa de los soportes, esto es, las placas base, an-

tes de préceder a cualquier dperacién enqaminada al de=-

sarrollo de las partes conductoras sobre tales soportes.
Esta limpieza se’'realiza siguiendo diferentes criterios

que siembre tienden a conseguir una superficie totalmen-
tendesprovista de agentes perturbadores o inhibidores

(por ejemplo, grasa, etc.) y/o a que dicha superficie

.
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o inhibir la deposicién metélica sobrg.el mismo, lo

présente una determinada calidad, para facilitar la
perfecta adﬁerencia del depbsito metdlico que habrd
de constituir el circuito impreso.

Pambién es sobradamente comocida ia utili-
zacién de plantillas de estércir, pantallas o mallas
de seda, serigrafia, etc., péfa la obtencién de un
di:bujo; e'n‘ general negativo, sobre‘ la base. Este di-
bujo o "mascara" esté precisamente destinado a evitar
que hace bosible que dicha proyecéién.o deposicidn
se realice sin otros cui&ados'adicionales en lo que
respecta a ia obtenc1:6n dél ;c"iibujo buscado.

| Se sabe también que estas méscaras, obteni-
dés mediante estarcido, coﬁ‘pantalla de seda o median-

te cualquier otra técnica afin, deben presentar diver-

sas cualidades, entre ellas resistencia a las tempera-

'r

't6; facilidad de eliminacién, etc.

Bs igualmente conocida la utilizacién de

mezclas de éxidos metélicos con determinados diluyen-~

_tes para obtener méscaras, més Facilmente manipulables

en la fase de estarcido o simildr, gue den contornos

més nitidos y que tengan un comportamiento mds adecua-

H

do, tanto en las operaciones de precalentamiento como

turas de operacibn, eficacia funcional de enmascaramien-
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Frente al calentamiento debido a la metalizécién en sf’
. >

misma, Se conoce a este efecto la utilizacién de méz-

clas de 6xidos de cerio, lantano, aluminio, titanio, si-.

licio, bario, etc, y de diluyentes constituidos por
. =
mézclas de polioxietileno, glicerina, dimetil-silicona,

ett. con agua. : N

A}

'Es también conocido desarrollar una Ffase en

la que la base dieléctrica, sobre la que se ha forma-

do la méscara o dibujo, es llevada en una posicién pre-

fé}entemente vertical sobre medios de fijacién y/o sus~
pensién, por ejemplo en transportador’ aéreo monocarril
o similar, a un horno en que la temperatura alcanzada

puéde oscilar entre 959 y'425QC‘para bases dielécfri—

‘cas cualesquiera, y entre 200°C y 425°C, cuando la ba=-

se es el acero esmaltado, todo ello con objeto de re-

blandecer el revesfimientc o el material dieléctrico

[

de base, o hacerlo 11egaf a un punto de fusién nacien-

te que permite asegurar el enlace firme y précticamen—
te molecular en la interfase dieléctrico-metal.

o | \ Segtin estas condiciones conocidas de trabajo,
se sabe también que la méscara debe ser resistente a las
temperaturas elevadas, sin dejar de sér no volatil, pa=-

ra no contaminar en su recorrido el horno. También se

sabe que el compuesto no debe sufrir ninguna retrac-—

R
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cién ni cambio alguno en su posicibén fisica en el cur-
so-del desplazamiento a través del horno.

Siguiendo 1§s seéuencias deAlos gﬁpcedimien—;
tbs conoci@os, tan pronto como el'paneiig;ia_placa ba~-
se sale del horno, se pulveriza sobre.él una Fina nube
de metal fundido, , ' N

'Es conocido también que el metal utilizado
en esa deposicién de metalizacidén, para la obtencidn
de circuitos de.resistenci;,,sea la aleacién de alu=

minio "435",

También forma parte de la conocida técnica an-

'tgrior la utilizacién dé una pistola de metalizacién,
a4

aliﬁenfada con gases combustibles enriquecidos de oxi-
geno, de manera que el hilo de.élyminio pasa al extre-
mo_de los gases -de combustibn y es inyectado por wna
corriente terciaria de aire comprimido.

También}se sabe que, en el desarrollo préc-

tico de este procedimiento, el metal se deposita selec-

. tiva y continuamente sobre el soporte del circuito, y

el metal que choca con el compuesto.de revestimiento

' 0 méscara se adhiere débilmente a la superficie de di-

cho revestimiento, no -formando sobre é1 ningin depési-

to continuo.

Es sobradamente conocida la utilizacién de
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otros metales en la fapricacién de circuitos impresos
sobre spportes dieléctricos ‘esmaltados para diferenteé
aplicaciones, cén el fin‘'de modificar las caracteris-—
ticas del circuito. Entre estos metales pueden citarse
el bronce, el cobre, el monel, el niquel, el acero ino—'

xidable,'etc.

AN

N

Con los compuestos de revestimiento conoci=
dos y aqui considerados someramente, se logra que el

revestimiento permanezca intacto a las elevadas tempe-

‘raturas, del orden de 1650° C, del chorro de metal fun-

dido aportado por la pistola de metalizacién.

También es’ usual que, con el fin de formar un.

depésito uniforme, la pistola de metalizacién vaya mon~

tada sobre un dispositivo oscilante, formando asi una
fmplia y fina pulverizacién metéliéa. Cuando el proce-
dimiento es continuo, la duracién del tratamiento de
un panel es,inferior a un minuto.

Se conoce por ltimo, como método para eli-
minar la.méscara o revestimiento, el frotar mediante wn

trapo o cepillo, quedando asi el camino conductor del

. circuito totalmente formado y liberado de elementos ex-

trafios a su funcién.
La presente invencién tiene por objeto intro-
ducir ciertos perfeccionamientos en la realizacién de

circuitos impresos, segin las técnicas ya conocidas, so-
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bre soportes de vidrio y especialmente el conocido con
el nombre de cristal, CE

. Se comienza la real;zacién practica del pro-
cedimiento sometiendo el c?istal a un tratamiento tér-
mico, con el fin de mejorar sus propiedades fisicas. El
vidrio asi tratado es un crisfgl-templado.

.

v ‘En el proceso dé Fabricacién del panel, uti-

lizando la proyeccién del metal que ha de constituir

el conductor, de determinada resistencia, no deben su-

perarse los 500°C, pues de superar dicho limite, se des-

templaria el cristal.
Se parte.de un-cristal dé'eépesor éomprendi—

do entre los cuatro y los seis milimetros, compaginén-

. dose la seleccién del mismo en funcién de las propie-

dades térmicas y mecénicas‘deseadas.
Se procede a un buen acabado y pulido de los

cantos del cristal para evitar microfisuras de borde, y

- ello antes de proceder a la proyeccién metélica y‘tem-

plado qe cristal,

- | En este procedimiento se prevé también que
los dibujos del circuito en la placa sean lo mis uni-
Eormes.posible, al objeto de lograr unardistribucién
ﬁe'temperaturas igualmente uniforme.

Soiiendo ser la temperatura de funcionamien-

to de estas placas.del orden de los 100°C, Con estas

-
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Placas de cristal, portadoras de sus correspondientes
circuitos imbrgsos, se obtienen aparatos de calefac—
cién, por ejemplo rodeando tales placas de marcos de .
madera‘B ﬁetélicos, acordes con las lineas ornamenta-
les o estéticas vigentes,

| Estos aparatos pueden presentar una poten—
cié eiéctfica del orden de 0,25 W/cm2, debiendo tener-
se en cuenta que por encima de estos valores no exis—
ten plenas garantias de funcionamiento, pues los cris—~
tales pueden romperse &ebido a microfisuras internas
que’pueden progresar a largo plazo por efecto de la fa-
tiga térmica;

Evidenfemente, respecto a lo descrito, pue-
den introducirse en la préctica cuantas modificaciones
de_detalle que, ﬁor no alterar lo esencial de este pro-
cedimiento, tengan cabida en el marco de las reivindi=-
caciones que siguen,

NOTA

O e v oy T

Descrito suficientemente el objeto de esta

solicitud se declaran de novedad y propiedad las si-

guientes:

REIVINDICACIONES

12,- Mejoras introducidas en los procesos de

fabricacibén de circuitos impresos, utilizando vidrio
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‘milimetros, realizéndose la seleccién en funcién de las |

" fabricacién de circuitos impresos, segln las reivindi-

Ry
- 10 -
como soporte aislante, caracterizado porque utilizan—
do el vidrio conocido con el nombre usual de cristal
se procede previamente a un perfecto acabado y pulido
de-los cantos para evitar las microfisuras de borde,
siguiendo un tratamiento térmico de temple para mejorar
las propiedades fisicas, a continuacién de lo cual se

A ] '
procede al enmascaramiento de las gzonas libres del cris-—

tal y a la proyeccién del metal sobre el mismo, cuidan—

do de que en el proceso no se superen en ningfm momen-

1
to los 5009C, pues se destemplaria el cristal, debién- E

. }
dose cuidar igualmente que el trazado dgl circuito en %
la placa sea-lo mas uniforme'posible, ﬁara que también %
sea uniforme al méximo la distribucibn de temperaturas. :

22 ,~ Mejoras introducidas en 1osvprocesos de

fabricacién de circuitos impfesos, seglin la reivindica~

¢ibén primera, caracterizado ademés porque el espesor del

cristal est4 comprendido entre los cuatro y los seis :

propiedades térmicas y mecénicas.

32,~- Mejoras introducidas en los procesos de

caciones primera y segunda, caracterizados también por
el hecho de que las placas de cristal consideradas pueden
tener una potencia del érden de 0,25 W/cm2, con una

temperatura de funcionamiento del 6rden de 100°C. Di-
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chas plécas se pueden proteger en sus bordes mediante
marcoside .méte?iales varios al objeto de lograr apara'-
tos de calefaccibn eléctrica.

| 749.- MEJORAS INTRODUCIDAS EN LOS PROCESOS

DE FABRICACION DE CIRCUITOS IMPRESOS.

Todo tal y como se describe y reivindica en

\

‘la presente Memoria Descriptiva que consta de once

hojas mecanografiadas por una sola de sus caras.
Madrid, ‘a once de Enero de mil novecientos
setenta y siete,

CALOR Y FRIO INDUSTRIAL, S.A.—~ CYFISA

EEER TEER. 7% SR g wouy 1 11 WL ) L Y

e ——————— s e = - .



	Bibliographic data
	Description
	Claims



